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摘要(译)

摄像装置(1)的制造方法具有以下工序：制作摄像元件芯片(20)的工序；
制作隔着中央的挠性部(30F)而在第1主面(30SA)的两侧配设第1端子(31)
和第2端子(32)的布线板(30)的工序；在布线板(30)的第2主面(30SB)上接
合导热块(40)的工序；在布线板(30)的第1端子(31)上接合摄像元件芯片
(20)的工序；经由导热块(40)传导加热工具(80)产生的热并在布线板(30)
的第2端子(32)上焊接缆线(50)的芯线(51)的工序；折曲布线板(30)的工
序；以及收纳在框部件(70)的内部并利用密封树脂(71)进行密封的工序。
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